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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un compozit textil multistratificat pe
baza de filme polimerice cu proprietati electroconduc-
tive si microparticule de Cu, Al sau Ni, destinat realizarii
ecranelor electromagnetice pentru aplicatii tehnice in
domeniul electronicii sau pentru textile inteligente si la
un procedeu de realizare a acestuia. Compozitul textil
conform inventiei este functionalizat prin depunerea
filmelor polimerice (B) sau (C) pe suprafata fesaturii (A),
realizata prin tesere din fire de bumbac si pregatita prin
fierbere, albire si clatiri succesive, prin procedeul
ultrasonarii timp de 20...30 min., urmata de reticulare
controlata, utilizand un sistem de incélzire cu rezistente
electrice, la o temperatura cuprins intre 100...105°C
timpde 1...3 min., peliculele electroconductive fiind obti-
nute dupa cum urmeaza:

1) filmul electroconductiv (B) este obtinut
dintr-o solutie cu confinut de 8...10% PVA, 81...84%
apa distilata, 8...9% microparticule de Cu cu dimen-

siunea de 10...25 pm si microparticule de Ni sau Al cu
dimensiuni < 150 ym si

2) filmul electroconductiv (C) este obtinut
dintr-o solutie cu continut de 1...2% PVP, 90...94%
etanol si 5...8% microparticule de Ni sau Al, pelicula
polimerica (B) fiind obtinutd prin amestecarea cu un
agitator mecanic timp de 3...5 min. a microparticulelor
de Cu, Al sau Ni cu solutie pe baza de apa distilata si
alcool polivinilic urmata de amestecarea magnetica timp
de 40..60 min. la o temperaturd de 80...88°C, iar
pelicula polimerica (C) este obtinuta prin amestecarea
cu un agitator mecanic timp de 2...3 min. a micro-
particulelor de Ni sau Al, etanol si PVP.
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Compozit textil multistratificat pentru ecranare electromagnetica

Inventia se referd la un procedeu de realizare si compozitia chimicd a unor filme polimerice
cu proprietiti electroconductive pe bazd de microparticule de Cu, Al sau Ni destinate
realizarii de ecrane electromagnetice, aplicatii tehnice pentru electronicd sau pentru textile
inteligente. Materialul compozit este obtinut in doua etape:

1. Depunerea unui film polimeric B (pe bazd de microparticule de Cu, Al sau Ni) pe tesidtura
A din bumbac 100% prin procedeul peliculizarii, imprimarii directe sau serigrafiei rezultand
suprafata Al functionalizat3;

2. Depunerea unui film polimeric C (pe bazi de microparticule de Ni sau Al) prin ultrasonare
pe suprafata teséturii Al.

Astfel, pe tesitura A se depune un film polimeric B contindnd matricea polimerica PVA si
microparticule de Cu, Al sau Ni prin peliculizare, imprimare directd sau serigrafie, urmata de
reticulare la 140-160° C si rezultdnd tesitura functionalizatd Al. Pe tesdtura functionalizaté
Al se depune un film polimeric C contindnd matricea polimerici PVP, etanol si
microparticule de Ni sau Al, urmatd de reticulare la temperatura de 100...105° C, ulterior
pregdtirii, constind in fierbere-albire si clitiri successive.

Cercetirile stiintifice in domeniul studiul ecranarii electromagnetice indica frecvent utilizarea
metalelor cum ar fi nichelu, cupru si aluminiu pentru realizarea ecranelor electromagnetice.
De asemenea, se poate remarca un interes crescut in realizarea ecranelor electromagnetice
utilizdnd matrici polimerice pe bazd de metacrilati cu continut de cupru si nichel [1], matrici
polimerice pe bazi carbura de siliciu [2, 3], compozite pe bazi de fire din cupru, nichel sau
inox [4, 5, 6, 7, 8)]. Utilizarea compozitelor pe bazi de siliciu, Ni, Cu sau nanotuburi de
carbon este o adordare prezentati in cateva lucrdri stiintifice privind eficienta atenudrii
electromagnetice [9, 10].

La nivel mondial exista brevetele CN1268803C, US20070056769A1, W(01996010901A1,
US4759950A, US7589284B2, US9049777B2 si US9273380B2 care prezintd inventii de
materiale compozite pe baza de nichel, aluminiu, nanotuburi de carbon sau cupru sub forma
de micro/nanoparficule inglobate in matrici polimerice, materiale monofazate pe bazd de
aluminiu/carbon si nanofibre metalice (Cu, Ni) pentru ecranarea electromagneticd [11, 12,
13, 14].

1.
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Suportul textil A se realizeazi prin tesere pe masini de tesut conventionale si are in urzeald
fire cu densitatea de lungime 50x2 tex din 100% fibre de bumbac gi in béatiturd fire cu
densitatea de lungime 50x3 tex, din 100% fibre de bumbac cu desimea in urzeald 285...295
fire/10 cm, iar in bétaturd 90...100 fire/10 cm, cu legatura panzi. Masa pe unitatea de
suprafatd a teséturii A este cuprinsi intre 475 si 480 g/m2.

Procedeul de realizare a materialului compozit, conform inventiei, se compune din operatiile
de pregatire a suportului fesut A constand in curitare alcalind si albire, operatia de depunere a
filmului polimeric electroconductiv B pe tesdtura A prin procedeul peliculizdrii, imprimarii
directe sau serigrafiei urmat de reticulare la 140...160° C, urmat de depunerea filmului
polimeric C prin procedeul ultrasondrii pe tesatura functionalizatd A1 si operatia de reticulare
la temperatura de 100...105° C.

Operatia de pregatire a tesdturii A prin procedeul de epuizare, se realizeaza la un raport de
flotd de 1:5...1:10, constind in curatare alcalind cu o solutie care contine 8...10 g/L hidroxid
de sodiu 50%, 2...4 g/L carbonat de sodiu, 1...2 g/L agent tensioactiv de udare — spélare
neionic, la tempera{tﬁra de 95...98° C, timp de 60...90 minute, clitiri succesive cu apa fierbinte
si calda, albire cu 10...20 mL/L ap& oxigenatd 30% p.a., 2...4 g/l hidroxid de sodiu 50%, 1...2
g/L agent tensioactiv de udare — spdlare neionic, 0,5...1 g/l agent de stabilizare a apei
oxigenate, la temperatura de 95...98° C, timp de 60 minute, clatiri succesive cu apa fierbinte si
caldd, neutralizare cu 0,5...1 ml/l acid acetic 60%, uscare prin convectie sau prin activare
termica controlata timp de 30...60 secunde in cAmp de microunde generat de un generator de
inaltd tensiune la frecventa de 2,4 GHz si puterea de 700W.

Operatiile de pregitire a suportului tesut A constind in curétare alcalind si albire au ca
scop stabilizarea dimensionald, indepértarea insotitorilor naturali si tehnologici ai fibrelor si
tesaturii, imbunatitirea hidrofiliei si capacititii de absorbtie a substantelor polimerice, astfel
incat suportul textil A sa devind o suprafatd de contact stabild si curatatd in profunzime, la
care filmul polimeric B, pe bazd de matrice polimericdi PVA si microparticule (cupru,
aluminiu sau nichel) s adere. Filmul polimeric C, pe bazi de microparticule de Ni sau Al este
depus pe tesdtura functionalizatd anterior (Al), in strat continuu si uniform la suprafata
tesaturii si care sa asigure un nivel al rezistentei electrice de suprafati cuprinse intre 10°...10°
Q pe suprafata tesaturii Al la depunerea peliculei polimerice C.

Operatia de realizare a materialului compozit consti in:

-obtinerea tesaturii Al functionalizata prin depunerea filmului polimeric electroconductiv B,

pe bazi de matrice polimerici PVA si microparticule de cupru, aluminiu sau nichel, urmata de
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reticulare controlatd utilizdnd un sistem de incélzire pe bazid de rezistente electrice, la o
temperaturd de 140...160 °C, timp de 1...3 minute;
-depunerea filmului polimeric electroconductiv C, pe baza de matrice polimerica PVP, etanol
si microparticule de Ni sau Al, prin procedeul ultrasondrii pe tesdtura Al, urmati de reticulare
controlata utilizind un sistem de incilzire pe bazi de rezistente electrice, la o temperatura de
100...105 °C, timp de 1...3 minute.

Obtinerea filmului electroconductiv B pe bazd de matrice polimerici PVA cu continut
de microparticule de cupru, aluminiu sau nichel (figura 1) sau a filmului electroconductiv C
pe bazi de matrice polimericd PVP cu continut de microparticule de Ni sau Al (figura 2), se
realizeazd prin reticulare la temperaturi de 140-160 ° C, respectiv de 105...155° C, timp de
1...3 minute, prin convectie, de preferinta utilizind un sistem de incilzire cu aer cald pe bazi

de rezistente electrice.

Inventia prezinti urmiitoarele avantaje:
- prin procedeele de peliculizare, imprimare directd, serigrafie sau ultrasonare se pot obtine
suprafete conductive pentru ecrane electromagnetice, aplicatii tehnice pentru electronicid sau
pentru textile inteligente;
- datorita reticuldrii termice, filmele conductive B si C se fixeazd pe tesdtura A sau Al si
permite obtinerea ‘de suprafete cu proprietati electroconductive pentru realizarea de ecrane
electromagnetice cu rezistenta de suprafata avand valori cuprinse intre 10%...10° Q.
- datorita filmului polimeric B pe bazd de matrice polimerica alcool polivinilic (PVA) cu
continut de microparticule de cupru, aluminiu sau nichel (Ni), suprafata textilda devine
conductiva sau semiconductivd dupa reticularea la temperatura de 140...160 °C timp de 1...3
minute. Valorile pentru rezistenta de suprafati sunt intre 10*-10° Q pentru filmul polimeric B
pe baza de microparticule de Ni, respectiv de 10°-10” Q pentru filmul polimeric B pe baz de
microparticule de Cu sau Al
- datoritd filmului polimeric C pe bazi de matrice polimerica polivinilpirolidona (PVP) cu
continut de microparticule de nichel (Ni) sau aluminiu (Al), suprafata textila devine
electroconductiva dupa reticularea la temperatura de 100...105 °C timp de 1...3 minute.
Valorile pentru rezistenta de suprafaga sunt intre 10°-10° Q pentru filmul polimeric C pe baza
de microparticule de Ni sau Al.
- datoritd continutului de microparticule de nichel, cupru sau aluminiu, materialul compozit

poate fi utilizat la realizarea unor ecrane electromagnetice, electrozi sau textile inteligente.
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~-datoritd filmelor polimerice B si C, pe baza de matrice polimerici PVA, respectiv PVP si
microparticule de Cu, Al sau Ni, depuse prin peliculizare, imprimare directd sau serigrafie,
respectiv ultrasonare i reticulate pe suprafata tesiturii A, respectiv pe suprafata
functionalizata a teséturii (A1), se obtine un compozit cu rezistenta electrica de suprafat intre
10°-10° Q.

Caracterul de noutate al inventiei constd in aceea cd, filmele polimerice B si C
obtinute pe bazi de matrice polimericad PVA, respectiv PVP si microparticule de Cu, Al sau
Ni, sunt hidrofile, aderente la suprafata tesiturii A, respetiv Al si reticuleaza la 140-160° C,
respectiv 100-105° C, dupa 1...3 minute, prezentdnd valori ale rezistentei electrice de
suprafatd reduse (10%..10° Q), caracteristice materialelor electroconductive cu potential de
utilizare pentru ecrane electromagnetice.

De asemenea, caracterul de noutate constd si in utilizarea pentru realizarea
materialului compozit a filmelor polimerice conductive B si C pe baza de matrice polimerica
PVA, respectiv PVP si microparticule de Cu, Al sau Ni, depuse prin peliculizare, imprimare

direcd sau serigrafie, respectiv ultrasonare pe suprafata tesiturii A, respectiv Al.
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REVENDICARI

1. Compozitia filmului polimeric B se caracterizeazi prin aceea ci este obtinut dintr-o
solutie cu continut 8...10% PVA, 84...81% apa distilata, 8...9% microparticule de Cu cu
dimensiunea de 10-25 pm, Ni cu dimensiuni mai mici de 150 pm sau Al.

2. Compozitia filmului polimeric C se caracterizeazi prin aceea ci este obtinut dintr-o
solutie cu continut de 1...2% PVP, 94...90% etanol, 5...8% micropaticule de Ni sau Al.

3. Procedeul de obtinere a filmului electroconductiv B pe bazid de matrice polimericd PVA cu
continut de microparticule metalice (cupru, aluminium sau nichel) conform revendicarii 1,
constd in aceea ci filmul polimeric B este obtinut prin amestecarea cu ajutorul unui agitator
mecanic timp de 3...5 minute a urmatoarelor componente: microparticule de Cu, Al sau Ni,
solutie de alcool polivinilic si apa distilatd amestecate magnetic timp de 40...60 minute la
temperatura de 80...88° C.

4. Procedeul de obtinere a filmului electroconductiv C pe bazd de matrice polimericd PVP cu
continut de microparticule metalice (nichel sau aluminiu) conform revendicarii 2, consta in
aceea ca filmul polimeric C este obtinut prin amestecarea cu ajutorul unui agitator mecanic
timp de 2...3 minute a urméatoarelor componente: microparticule de Ni sau Al, etanol si PVP.
5. Compozitul textil functionalizat prin depunerea filmelor polimerice B si C cu proprietati
conductive se caracterizeazi prin aceea ci este functionalizat prin aplicarea filmelor
polimerice conductive B si C pe suprafata tesiturii A, respectiv Al, avand compozitia
conform revendicirii 1 si revendicirii 2 si fiind obtinute conform revendicirii 3 si
revendicirii 4, prin procedeul peliculizarii, imprimarii directe sau serigrafiei pe suprafata
tesdturii A urmatd de reticulare la temperatura de 140...160 ° C timp de 1...3 minute,
respectiv ultrasondrii timp de 20...30 de minute pe suprafata tesaturii funtionalizate Al
urmati de reticulare controlats, utilizind un sistem de incilzire pe bazi de rezistente electrice,
la temperatura de 100...105° C, timp de 1...3 minute, ulterior pregétirii, constand in fierbere-
albire, clatiri successive. Procedeele de functionalizare conduc la obtinerea unei suprafete cu
proprietati electroconductive avand rezistenta electrica de suprafati 10%..10° ©, fiind destinats
realizdrii ecranelor electromagnetice, aplicatiilor tehnice pentru electronica sau pentru textile

inteligente.
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b2.Compozit Alb
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matrice PVA si particule de
Al

c3.Compozit Alc

functionalizat prin depunere

de film polimeric pe baza de

matrice PVA si particule de
Ni

Figura 1. Compozit functionalizat prin depunere filmului polimeric B, pe baza de matrice
polimericd PV A si microparticule de Cu, Al sau Ni, pe suportul textil A. Analiza suprafetei
prin microscopiei digitald

a. Compozit functionalizat
prin depunere pe Ala a unui
film polimeric pe baza de
matrice PVP, etanol si
particule de Ni

b. Compozit functionalizat
prin depunere pe Alb a unui
film polimeric pe baza de
matrice PVP, etanol si
particule de Ni

c¢. Compozit functionalizat

prin depunere pe Alc a unui

film polimeric pe bazé de
matrice PVP, etanol si

particule de Al

Figura 2. Compozit functionalizat prin depunere filmului polimeric C, pe baza de matrice
polimerica PVP si microparticule de Ni sau Al, pe suportul textil A1. Analiza suprafetei prin

microscopiei digitala
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